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在上一期工業材料雜誌（285期）中，我們針對 2010 JPCA Show的展出重點，以構裝

技術的高頻高速與功能整合為題，將先導型的構裝技術，例如 3D IC、元件內置、光電基

板及構裝散熱處理等技術做了完整的說明。專題的重點在於構裝技術的方向及趨勢說明，

在技術的內涵上也較以構裝設計的角度切入，而本期技術專題將承續上一期專題，但是將

技術重點放在上游的材料部分，以材料技術的角度看待構裝技術，嘗試由構裝材料來結合

構裝應用技術，兩者雖有上下整合之關聯，但也有不同之觀察面向。我國構裝及測試產業

規模位居全球領導地位，長期支援國內半導體設計與製造關鍵產業，是我國維繫半導體設

計與製造競爭力的強力後盾。但可惜的是，我國構裝產業上游的材料產業較薄弱，長期處

於資本支出及勞力集中的代工形式，獲利能力有逐漸下滑的態勢，主要關鍵在於缺乏上游

材料及組件的自主化，所以，如何將構裝產業往上游材料擴張，成為我國構裝產業的發展

關鍵。

依據 IEK的調查報告，全球構裝材料市場在 2009年約為 150億美元，預計 2010年將恢

復到金融海嘯前的 160億美元規模，主要的生產國家是日本，約占整體構裝材料市場的

60%，台灣雖為全球最大半導體構裝國，但整體構裝材料生產只占 12%，不但無法供應內

需市場，大部分構裝材料還需由國外進口，這也形成了我國構裝產業的缺口。本專題組織

了目前熱門構裝技術的相關材料文章，其中包括 3D IC、內藏元件、電磁波屏蔽(EMI)及因

智慧型手機而風華再現的軟板等材料內涵，分別由材料技術現況或發展趨勢為主軸介紹給

讀者。例如將 3D IC有關 TSV、晶片薄化及晶片貼合三大技術所需的光阻及接著材料做一

介紹，讓讀者可以一窺 3D IC製程與材料的相關性；在元件內藏部分，則是將被動元件材

料製造所需的有機 /無機混成分散技術做詳細的理論說明，讓從事材料混成技術研發的讀

者，可以獲取基本的分散概念；屬於高頻通訊抗干擾必須的 EMI材料，文章中以 EMI屏蔽

材料的必要為起始，並將抗 EMI材料的設計需求及重點做一說明，對此一新興構裝材料也

做了深入淺出的介紹；至於符合現今輕量薄型的軟板材料技術，則是將各項因資通訊行動

化所需之新型軟板材料技術，以產品應用及市場需求的概念，向讀者做軟板材料技術發展

的評析。

電子與光電構裝技術已走向功能整合的系統構裝概念，除了構裝設計及製程技術需要

調整外，在新構裝材料的搭配上也是重要關鍵。如何以構裝材料、設計、製程、測試等平

台整合方式進行系統構裝的開發，似乎已經成為新一代構裝技術發展的成功指標。
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